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(57) Abstract 



On d.b ,rJZ S7^ ( 1 8 w?l?" Cn (33> J u i C0 ^ anttd m *» My < 14 > of canier (45) and with a coil (2) incorporated in 

sf .2 ?i£SL if X i5f S^ f tt ? itUatCd in a ««P««*^ region (Z2) of the data carrier body (14) and the coil contacts (4, 
5) and the windings (3) of the coil (2) are situated in a winding-level region (Zl) outside the component-level region (22) at least infceir 

XST™?? COmp0nCm (33> ' tW ° m0du,C COntaClS (34 ' 35) and *™ windin * ^ntactt (4. 5) are SE^i^^ * 
electrically conductive connection means (28) which are contained in two channels (21. 22) provided in the data carrkr tody (1^ 



(57) Zusammenihssung 

Bei cincm Datentrager (45) mit cincm in den Datentragerkorpcr (14) des Datentrfigere (45) aufgenommcnen Bauteil (33) imd mit cincr 
in den Datentragenttrper (14) aufgenommcnen Spulc (2) liegt der Banteil (33) in elnem Bautcilniveaubereich (Z2) des DatentrtgerkOipera 
(14) und Hegen die SpnlenanscWuBkoniakte (4, 5) und die Spulenwindungen (3) der Spule (2) zumlndest in ihrem zu dem Bauteil 
(33) benachbarten Bercich in einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches (Z2) liegenden Windungsntveaubereich (Zl) und sind zwei 
ModulanschluBkontakte (34, 35) und zwei SpulenanscWuBkontatoe (4, 5) Qber elektrisch leitende Verbindungsmittel (28) miteinander 
verbunden, die in zwei m dem Datentrflgerkfaper (14) vorgesehenen Kanalen (21, 22) aufgenommen sind. 
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^ Datentrfiger mit einem einen Bauteil aufweisenden Modul und mit einer Spule 
und Verfahren zum Herstellen eines solchen Datentragers 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Datentrager mit einem Datentragerkdrper, der von 
einer Kdrperflache begrenzt ist und in den ein Modul und eine gegeniiber dem Modul 
separate, Spulenwindungen und mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweisende 
Spule aufgenommen ist, wobei der Modul einen plattenfbrmigen Trager, der im 

10 wesentlichen parallel zu der besagten Kdrperflache verlauft und der von einer der besagten 
Kdrperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache und von einer von der besagten 
Kdrperflache abgewandten und zu der ersten Tragerhauptflache im wesentlichen parallelen 
zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, und mindestens einen Bauteil, der in den 
Datentragerkorper aufgenommen und mit dem Trager verbunden und gegenOber der 

1 5 zweiten Tragerhauptflache erhaben ist und der in einem sich quer zu der besagten 
Kdrperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich liegt, und mindestens zwei 
ModulanschluBkontakte aufweist, die mit dem Trager verbunden und in dem Bereich der 
zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und wobei die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule in einem sich quer zu der besagten Kdrperflache 

20 erstreckenden Spulenniveaubereich liegen und wobei jeder SpulenanschluBkontakt in einer 
quer zu der zweiten Tragerhauptflache verlaufenden Richtung einem ModulanschJuBkontakt 
gegenuberliegt und mit letzterem in elektrisch leitender Verbindung steht. 

Weiters bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Herstellen eines Datentragers, 
bei dem ein Datentragerkorper hergestellt wird, der von einer Kdrperflache begrenzt ist, und 

25 bei dem beim Herstellen des Datentragerkorpers eine Spule, die Spulenwindungen und 

mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweist, in den Datentragerkdrper aufgenommen 
wird, wobei die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte in einem sich quer zu 
der besagten Kdrperflache erstreckenden Spulenniveaubereich zu liegen kommen, und bei 
dem in den Datentragerkdrper ein Modul aufgenommen wird, der einen plattenfbrmigen, 

30 von einer ersten Tragerhauptflache und von einer zu der ersten Tragerhauptflache im 
wesentlichen parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzten Trager und einen mit dem 
Trager verbundenen, gegenOber der zweiten Tragerhauptflache erhabenen Bauteil und 
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mindestens zwei mit dem Trager verbundene, im Bereich der zweiten Tragerhauptflache 
vorgesehene Modulanschluflkontakte aufweist, wobei die erste Tragerhauptflache der 
besagten Korperflache zugewandt und die zweite Tragerhauptflache von der besagten 
Korperflache abgewandt zu liegen kommen und wobei der Bauteil in einem sich quer zu der 
5 besagten Korperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich zu liegen kommt, und bei dem je 
ein ModulanschluBkontakt und je ein SpulenanschluDkontakt in einer quer zu der zweiten 
Tragerhauptflache verlaufenden Richtung einander gegenQberliegend zu liegen kommen und 
in elektrisch leitende Verbindung gebracht werden. 

10 

Ein solcher als Chipkarte ausgebildeter Datentrager gemafi der vorstehend im ersten 
Absatz angefiihrten Gattung und ein Verfahren gemaB der vorstehend im zweiten Absatz 
angefiihrten Gattung sind beispielsweise aus dem Dokument EP 0 682 32 1 A2 bekannt 
In dem Dokument EP 0 682 321 A2 ist in den Figuren 1 und 2 eine Chipkarte offenbart, 

15 die in einer gelaufigen Laminiertechnik hergestellt wird und deren Datentragerkdrper durch 
einen Kartenkorper gebildet ist und bei der ein einen Bestandteil eines Moduls bildender, in 
den Kartenk&rper der Chipkarte aufgenommener Chip als Bauteil des Moduls im Bereich 
einer zweiten Tragerhauptflache eines ebenfalls einen Bestandteil des Moduls bildenden 
Tragers fur den Chip vorgesehen ist und gegenuber dieser zweiten Tragerhauptflache 

20 erhaben ist und bei der aber die ModuIanschluQkontakte an einer ersten Tragerhauptflache 
des Tragers vorgesehen sind, und zwar deshalb, weil eine in den Kartenkdrper 
aufgenommene Spule mit ihren Spulenwindungen und auch mit ihren mit den 
Modulanschluflkontakten in leitende Verbindung gebrachten SpulenanschluBkontakten in 
einem zwischen einer als besagte Korperflache anzusehenden ersten K6rperhauptflache des 

25 Kartenkdrpers und der ersten Tragerhauptflache des Tragers liegenden 

Windungsniveaubereich liegt. Bei dieser bekannten Chipkarte ist es daher erforderlich, 
zwischen dem Chip bzw. dessen ChipanschluBkontakten und den ModulanschluBkontakten 
durch den Trager hindurchgehende elektrisch leitende Verbindungen vorzusehen, was einen 
zusatzlichen Aufwand darstellt, der die Herstellung des aus dem Trager und dem Chip 

30 sowie den ModulanschluBkontakten bestehenden Moduls verteuert und folglich zu einer 
Verteuerung der Chipkarte fuhrt. 

In dem Dokument EP 0 682 321 A2 ist in den Figuren 3 und 4 eine weitere bekannte 
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Chipkarte offenbart, die ebcnso in einer gebr&uchlichen Laminiertechnik hergestellt wird 
und deren Datentragerktirper durch einen Kartenkorper gebildet ist und bei der ein Modul 
vorgesehen ist, bei dem ein Chip als Bauteil des Moduls im Bereich einer zweiten 
Tragerhauptflache eines Tr&gers des Moduls vorgesehen ist und gegenuber dieser zweiten 
5 Tragerhauptflache erhaben ist und bei dem die ModulanschluBkontakte ebenso wie der Chip 
im Bereich dieser zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und zwar deshalb, weil eine 
Spule mit ihren Spulenwindungen und auch mit ihren mit den ModulanschluBkontakten in 
leitende Verbindung gebrachten SpulenanschluBkontakten in einem zwischen der zweiten 
Tragerhauptflache des Trfigers und einer der ersten Kftrperhauptflache gegenQberliegenden 

1 0 zweiten Korperhauptflache des Kartenkflrpers liegenden Windungsniveaubereich liegt. Bei 
dieser bekannten Karte liegt aber die Spule mit ihren Spulenwindungen und ihren 
SpulenanschluBkontakten in einem innerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden 
Windungsniveaubereich wodurch erforderlich ist, dafl die Spulenwindungen in jenem 
Bereich, in dem sich der Chip befindet, einen gegeniiber dem Chip ausweichenden Verlauf 

15 autweisen miissen, was aufgnmd der aufierst knappen Raumverhaltnisse in diesem Bereich 
zu Schwierigkeiten bei der Ausbildung der Spule hinsichtlich des Verlaufes der 
Spulenwindungen in diesem Bereich fiihrt 

20 Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefuhrten Probleme und 
Schwierigkeiten auf einfache Weise und mit einfachen Mitteln zu vermeiden und einen 
Datentrager entsprechend der eingangs im ersten Absatz angefiihrten Gattung sowie ein 
Verfahren entsprechend der eingangs im zweiten Absatz angefuhrten Gattung zu verbessem 
und hierdurch einen verbesserten Datentrager zu erhalten, bei dem keine als Folge der 

25 Anwesenheit eines Bauteils des Moduls bedingte Einschrankungen im Hinblick auf den 
Verlauf der Spulenwindungen der Spule gegeben sind und bei der trotzdem eine auBerst 
einfache und billige, trotzdem aber zuverlassige elektrische Verbindung zwischen den 
SpulenanschluBkontakten und den mit diesen in elektrisch leitender Verbindung stehenden 
ModulanschluBkontakten erreicht ist. 

30 Zur L6sung der vorstehend angefuhrten Aufgabe ist bei einem Datentrager entsprechend 
der eingangs im ersten Absatz angefiihrten Gattung gemafi der Erfindung vorgesehen, daB 
die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule zumindest in ihrem zu dem 
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Bauteil benachbarten Bereich in einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden 
Spulenniveaubereich liegen und daB zwischen jedem ModuIanschluBkontakt und dcm ihm 
gegenuberiiegenden SpulenanschluBkontakt ein liber seine gesamte Lange von dem 
Datentrfigerkorper umgebener, an die beiden AnschluBkontakte angrenzender Kanal 
5 vorgesehen ist und daB jeder Kanal ein elektrisch leitendes Verbindungsmittel enthfilt, mit 
dem die elektrisch leitende Verbindung zwischen einem ModulanschluBkontakt und einem 
SpulenanschluBkontakt gebildet ist. 

Durch die erfindungsgemaflen MaBnahmen ist auf eine fiuBerst einfache und preiswerte 
Art und Weise und praktisch ohne zusatzliche Mittel erreicht, daB der Verlauf der Spulen- 

10 windungen der Spule und die Ausbildung der Spule keinen einschrankenden Einflussen 
durch die Anwesenheit eines Bauteils des Moduls unterliegen und daB weiters die 
SpuienanschluBkontakte und die mit diesen in elektrischer Verbindung stehenden 
ModulanschluBkontakte in sicherer Kontaktverbindung stehen und daB bezuglich der 
ModulanschluBkontakte keine besonderen MaBnahmen hinsichtlich ihres Anordnens an dem 

1 5 Trfiger des Moduls und ihres Verbindens mit dem Bauteil bzw. dessen 
BauteilanschluBkontakten erforderiich sind. 

Bei einem erfindungsgemafien Datentrager kann in jedem Kanal des Datentragers als 
elektrisch leitendes Verbindungsmittel ein in den Kanal eingefuhrter aus elektrisch leitendem 
Material bestehender Stift vorgesehen sein. Als sehr vorteilhaft hat sich aber erwiesen, wenn 

20 jeder Kanal als elektrisch leitendes Verbindungsmittel eine in einem pastdsen oder flussigen 
Zustand in den Kanal einbringbare elektrisch leitende Masse enthalt. Auf diese Weise ist 
erreicht, daB jeder Kanal mit der elektrisch leitenden Masse zur Gfinze ausgefiillt ist, was im 
Hinblick auf sowohl eine gute mechanische Stabilitfit als audi im Hinblick auf eine gute 
elektrische Verbindung vorteilhaft ist. 

25 Bei einem wie im vorstehenden Absatz angefiihrten erfindungsgemaflen Datentrager hat 
sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn jeder Kanal als elektrisch leitende Masse, die 
das elektrisch leitende Verbindungsmittel biidet, ein elektrisch leitendes Klebemittel enthalt. 
Auf diese Weise ist erreicht, daB die Verbindungsmittel nicht nur zum elektrischen 
Verbinden dienen, sondem zusatzlich auch noch eine gute und feste mechanische 

30 Klebeverbindung bilden, mh der Ober die ModulanschluBkontakte der Modul an dem 
KartenkGrper des Datentragers festgehalten wird. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager, bei dem in jedem Kanal als elektrisch 
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leitendes Verbindungsmittel eine in einem pastdsen oder flussigen Zustand in den Kanal 
einbringbare elektrisch leitende Masse vorgesehen ist, hat sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen, wenn jeder Kanal an seinem von dem an ihn angrenzenden Spulenanschluflkontakt 
abgewandten und dem an ihn angrenzenden ModulanschluBkontakt zugewandten Ende eine 
5 von dem Kanal seitlich weg verlaufende Tasche aufweist, in der QberschQssige elektrisch 
leitende Masse aufiiehmbar ist. Auf diese Weise ist erreicht, dafl eventuell uberschtissig in 
einen Kanal eingebrachte elektrisch leitende Masse in der von dem Kanal seitlich weg 
verlaufenden Tasche aufgenommen werden kann, so dafi kein unerwiinschtes Verschmutzen 
durch eventuell QberschOssig in einen Kanal eingebrachte elektrisch leitende Masse erfolgen 
10 kann. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager hat sich weiters als sehr vorteilhaft erwiesen, 
wenn der Datentrager eine abgestufte Ausnehmung aufweist, die in die besagte 
Kdrperfliche mQndet und die einen an die besagte Korperflache angrenzenden, im 
Querschnitt grGBeren ersten Ausnehmungsbereich, der durch eine im wesentlichen parallel 

15 zu der besagten Kflrperflfcche verlaufende ringfbrmige Begrenzungsflache begrenzt ist, und 
einen an den ersten Ausnehmungsbereich an dessen von der besagten Karperflfiche 
abgewandter Seite anschliefienden, im Querschnitt kleineren zweiten Ausnehmungsbereich 
aufweist und in die der Modul eingesetzt ist, wobei der Trager des Moduls mit einem 
ringformigen Abschnitt der zweiten Tr&gerhauptflache der ringf&rmigen Begrenzungsflache 

20 des ersten Ausnehmungsbereiches gegenQberliegt, und wenn die ModulanschluBkontakte 
zumindest teilweise im Bereich des ringformigen Abschnittes der zweiten Tragerhauptflache 
vorgesehen sind und wenn die Kanale von der ringfbrmigen Begrenzungsflache des ersten 
Ausnehmungsbereiches ausgehend durch den Datentr&gerkfrper hindurch bis zu den 
Spulenanschluflkontakt en reichen. Eine solche Ausbildung hat sich im Hinblick auf eine sehr 

25 preiswerte Herstellbarkeit als sehr gtinstig erwiesen. 

Bei einem wie im vorstehenden Absatz angefiihrten erfindungsgemaBen Datentrfiger hat 
sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Ausnehmung und die Kan&le durch einen 
Frasvorgang hergestellt sind. Dies ist im Hinblick auf eine hochprfizise Herstellbarkeit der 
zum Aufhehmen des Moduls vorgesehenen Ausnehmung und der Kanale zu den 

30 SpulenanschluBkontakten besonders vorteilhaft. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager, bei dem die SpulenanschluBkontakte 
gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spule in dem Windungsniveaubereich liegen, hat 
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sich writers als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem Siebdruckverfahren hergestelhe 
Leiterbahnen gebildet sind. Auf diese Wrise and die Vorteile von Siebdruckverfahren, 
deren Anwendung bei der Herstellung von Sputen far Datentrfiger an sich bekannt ist, auch 

5 bei einem erfindungsgemfiBen Datentrfiger vorteilhafterweise ausgeniltzt. 

Im vorstehend angefuhrten Zusammenhang hat sich weiters als sehr vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem 
Siebdruckverfahren unter Verwendung einer Silberleitpaste hergestellte Leiterbahnen 
gebildet sind. Dies erweist sich in der Praxis als besonders gunstig. 

10 Bei einem erfindungsgemfiBen Datentrfiger, bei dem ein einen Bauteil tragender Modul in 
eine in eine Korperflache des Datentrfigerkdrpers mundende Ausnehmung eingesetzt ist, 
wobei dann die erste Tragerhauptflache des Tragers des Moduls Ublicherweise von 
auBerhalb des Datentrfigers sowohl mechanisch abtastbar als auch visuell wahrnehmbar ist, 
kann die erste Tragerhauptflache des Tragers des Moduls zur Erzielung eines optischen 

1 5 Effektes mit einer Bedruckung versehen sein. Es kann aber auch sehr vorteilhaft sein, wenn 
mit dem Trfiger des Moduls im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache vorgesehene 
weitere ModulanschluBkontakte verbunden sind, die zum Zusammenwirken mit von 
auBerhalb des Datentrfigers mit ihnen in Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten 
ausgebildet sind. Auf diese Weise ist erreicht, daB in einem soichen Datentrfiger als Bauteil 

20 ein sogenannter Doppel-Zweck-Chip zum Einsatz kommen kann, dessen im Bereich der 
zweiten Tragerhauptflache vorgesehene ModulanschluBkontakte mit den 
SpulenanschluBkontakten einer Spule verbunden sind, die zum beruhrungslosen 
Datenaustausch zwischen dem Doppel-Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und 
gegebenenfalls zur beruhrungslosen Energieubertragung zu dem Doppel-Zweck-Chip 

25 vorgesehen ist, und dessen im Bereich der ersten Tragerhauptflache vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte zum kontaktbehafteten Datenaustausch zwischen dem Doppel- 
Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und zur kontaktbehafteten Energieubertragung 
zu dem Doppel-Zweck-Chip vorgesehen sind. 

ErfindungsgemaBe Datentrfiger ktinnen unterschiedlichen Zwecken dienen und 

30 verschiedene Formen aufweisen, beispielsweise eine SchlQsselform, eine Stabform und 
andere Formen. In diesem Zusammenhang ist noch ausdriicklich festzustelien, daB bei 
diesen Formen von erfindungsgemfiBen Datentrfigern unter der besagten Kfirperfl&che nicht 
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unbedingt die fl&chenm&Big grOBte Kdrperbegrenzungsflache zu verstchen ist. Bei einer 
Stabform kann die im vorliegenden Zusammenhang die besagte Korperflache darstellende 
Kdrperbegrenzungsflache durch eine Stirnflache des stabfbrmigen Datentragers gebildet 
sein. Dies gilt ebenso fur einen schlUsselfarmigen Datentrager und auch andersfbrmige 
5 Datentrager. Eine besonders bevorzugte Variante eines erfindungsgemaBen Datentragers ist 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 

En Verfkhren gemaB der eingangs im zweiten Absatz angeflihrten Gattung ist gemaB 
der Erfindung dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen und die SpuIenanschluB- 
kontakte der Spule beim Herstellen des DatentragerkGrpers zumindest in ihrem zu dem 

10 Bauteil benachbarten Bereich in einen auBerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden 
Spulenniveaubereich gebracht werden und daB in dem DatentragerkGrper durch Material- 
abtragung quer zu der besagten Korperflache verlaufende, Qber ihre gesamte Lange von 
dem Datentragerkorper umgebene Kanale hergestellt werden, von denen jeder bis zu einem 
SpulenanschluBkontakt reicht und von denen jeder vor dem Aufiiehmen des Moduls in den 

1 5 Datentragerkorper Qber sein von dem SpulenanschluBkontakt abgewandtes Ende von auBen 
her zuganglich ist, und daB in jeden Kanal ein elektrisch leitendes Verbindungsmittel 
eingebracht wird und daB beim Aufhehmen des Moduls in den Datentragerkdrper jeder mit 
dem Trfiger des Moduls verbundene ModuIanschluBkontakt mit dem in einen Kanal ein- 
gebrachten Verbindungsmittel mit einem gegenilberliegenden SpulenanschluBkontakt in 

20 elektrisch leitende Verbindung gebracht wird. Mit einem solchen erfindungsgemaBen 

Verfahren sind erfindungsgemaBe Datentrager auf sehr preiswerte und zuverlassige Weise 
mit hoher Qualitat und hoher Prazision in einer Massenproduktion herstellbar. 

Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren kann in jeden Kanal als elektrisch leitendes 
Verbindungsmittel ein aus elektrisch leitendem Material bestehender Stift eingebracht 

25 werden. Als sehr vorteilhaft hat sich aber erwiesen, wenn in jeden Kanal als elektrisch 

leitendes Verbindungsmittel eine pastflse oder flussige elektrisch leitende Masse eingebracht 
wird. Dies ist im Hinblick auf ein einfaches Einbringen der elektrisch leitenden 
Verbindungsmittel vorteilhaft. Weiters hat sich dies deshalb als vorteilhaft erwiesen, weil 
mit einer elektrisch leitenden Masse jeder Kanal zur Ganze ausgefullt werden kann, was im 

30 Hinblick auf eine gute mechanische Stabilitat und auch im Hinblick auf eine gute elektrische 
Verbindung vorteilhaft ist. 

Bei einem wie im vorstehenden Absatz angefuhrten erfindungsgemaBen Verfahren hat 
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sich als besonders vorteilhaft enviesen, wenn in jcden Kanal als elektrisch leitende Masse, 
die das elektrisch leitende Verbindungsmittel bildet, ein elektrisch leitendes Klebemittel 
eingebracht wird. Auf diese Weise ist erreicht, dafi die elektrisch leitenden 
Verbindungsmittel nicht nur zur Bildung einer elektrisch leitenden Verbindung dienen, 
5 sondern zusatzlich auch zum mechanischen Festhalten eines Moduls an dem 

Datentr&gerkorper eines Datentrtgers, weil die elektrisch leitenden Klebemittel mit den 
ModulanschluBkontakten eine gute und feste Klebeverbindung eingehen und auf diese 
Weise den Modul am Datentr&gerkorper festhalten. 

Bei einem erfindungsgem&Ben Verfahren, bei dem in jeden Kanal als elektrisch leitendes 

10 Verbindungsmittel eine pastdse oder flassige elektrisch leitende Masse eingebracht wird, hat 
sich als besonders vorteilhaft enviesen, wenn jeder Kanal an seinem von dem an ihn 
angrenzenden SpulenanschluBkontakt abgewandten Ende mit einer von dem Kanal seitlich 
weg verlaufenden Tasche versehen wird, in der uberschussige elektrisch leitende Masse 
aufhehmbar ist. Auf diese Weise ist erreicht, dafi beim Herstellen eines Datentr&gers 

1 5 gegebenenfalls uberschQssig in einen Kanal eingebrachte elektrisch leitende Masse in die von 
dem Kanal seitlich weg verlaufende Tasche ausweichen und darin aufgenommen werden 
kann, so dafi keine unenvunschte Verschmutzungen durch eine eventuell vorhandene 
uberschussige elektrisch leitende Masse auftreten kann. 

Bei einem erfindungsgemafien Verfahren hat sich weiters als sehr vorteilhaft enviesen, 

20 wenn in dem hergestellten Datentragerk6rper durch Materialabtragung eine abgestufte 
Ausnehmung hergestellt wird, die in die besagte Korperflache mundet und die einen an die 
besagte Korperflache angrenzenden, im Querschnitt grofieren ersten Ausnehmungsbereich, 
der durch eine im wesentlichen parallel zu der besagten Korperflache verlaufende ringf&r- 
mige Begrenzungsflache begrenzt jst, und einen an den ersten Ausnehmungsbereich an 

25 dessen von der besagten Kdrperflache abgewandter Seite anschliefienden, im Querschnitt 
kleineren zweiten Ausnehmungsbereich aufweist, und wenn in dem hergestellten Daten- 
tr&gerkdrper durch Materialabtragung Kanale hergestellt werden, von denen jeder von der 
ringfbrmigen Begrenzungsflache des ersten Ausnehmungsbereiches ausgehend durch den 
Datentragerkorper hindurch bis zu einem SpulenanschluBkontakt reicht, und wenn der 

30 Modul mit dem Bauteil und den ModulanschluBkontakten voran in die Ausnehmung ein- 
gesetzt wird, wobei jeder mit dem Trager des Moduls verbundene ModulanschluBkontakt 
mit dem in einen Kanal eingebrachten elektrisch leitenden Verbindungsmittel mit einem 
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gegenilberliegenden SpulenanschluBkontakt in dektrisch leitende Verbindung gebracht 
wird. Ein solches Verfahren hat sich im Hinblick auf ein sehr preiswertes Herstellen eines 
Datentragers ais sehr giinstig erwiesen. 

Im Hinblick auf die Materialabtragung zum Herstellen der Ausnehmung und der Kanale 
5 hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Materialabtragung zum Herstellen der 
Ausnehmung und der Kanale durch einen Frdsvorgang erfolgt. Auf diese Weise kann ein 
relativ groQes Volumen an Material sehr schnell und sehr prazise abgetragen werden, wobei 
Toleranzen von nur einigen Mikrometern eingehalten werden kflnnen. 
Bei einem erfindungsgemiflen Verfahren, bei dem in einem hei^ estellten 

1 0 Datentragerkorper eine Ausnehmung und von der Ausnehmung ausgehende Kanale zu den 
SpulenanschluBkontakten hergestellt werden, hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, 
wenn vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung durch die Kanale hindurch mit den 
SpulenanschluBkontakten eine Priifeinrichtung zum Priifen der einwandfreien 
Funktionstuchtigkeit der Spule in Wirkverbindung gebracht wird. Hierdurch ist 

1 5 vorteilhafterweise erreicht, daB im Zuge des Herstellens eines Datentragers die 

SpulenanschluBkontakte von auBen her durch die Ausnehmung und die Kanale hindurch 
zuganglich gemacht werden, so daB mit den SpulenanschluBkontakten die 
AnschluBkontakte einer Priifeinrichtung in elektrisch leitende Verbindung bringbar sind und 
somit priifbar ist, ob die in einem Datentragerkorper aufgenommene und darin eingebettete 

20 Spule einwandfrei funktionstuchtig ist. Erst nach Erhalt eines positiven Priifiingsergebnisses 
wird der in Relation zu den ubrigen Datentragerbestandteilen teure Modul in den 
Datentragerkdrper eingesetzt. Hingegen wird bei einem negativen Priifungsergebnis der 
Datentragerkdrper samt der darin eingebetteten defekten Spule, aber ohne eingesetzten 
Modul ausgeschieden, so daB kein Modul unniitz vergeudet wird, was im Hinblick auf 

25 mftglichst geringe AusschuBkosten und folglich im Hinblick auf ein moglichst 
kostengunstiges Herstellen eines Datentragers ftuBerst vorteilhaft ist. 

Als sehr vorteilhaft hat sich bei einem erfindungsgemfiBen Verfahren weiters erwiesen, 
wenn vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung in einem Randbereich der zweiten 
Tr&gerhauptflache des Tragers des Moduls ein HeiBschmelz-Klebemittel aufgetragen wird 

30 und wenn nach dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung auf die erste 

Tragerhauptflache des Tragers des Moduls ein Heizstempel einer Heizvorrichtung zum 
Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels aufgesetzt wird. Dies ist hinsichtlich eines 
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besonders sicheren Festhaltens des Moduls mittels seines Tr&gers an dem Datentrflgerkdrper 
vorteilhaft. 

Als sehr vorteilhaft hat sich bei einem erfindungsgemaflen Verfahren auch noch 
erwiesen, wenn die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule auf eine 
5 Tragerfolie aufgebracht werden und wenn danach die Tragerfolie mit den auf ihr 

aufgebrachten Spulenwindungen und Spulenanschluflkontakten der Spule mit mindestens 
einer weiteren Folie gestapelt wird, wobei die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule zwischen der Tragerfolie und einer Deckfolie zu liegen 
kommen, und wenn danach die gestapelten Folien durch einen Laminiervorgang 2um 

1 0 Herstellen des Datentragerkorpers laminiert werden. Auf diese Weise ist erreicht, dafl die 
von einer ablichen und gebrauchlichen Laminiertechnik her bekannten Vorteile auch bei 
einem erfindungsgemaflen Verfahren ausgeniitzt werden. 

Im vorstehend angefiihrten Zusammenhang hat sich als besonders vorteilhaft erweisen, 
wenn als Tragerfolie, auf die die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der 

1 5 Spule aufgebracht werden, eine aus Polycarbonat bestehende Folie verwendet wird. Eine 
solche Folie aus Polycarbonat hat sich in der Praxis als besonders vorteilhaft erwiesen, weil 
beim Laminiervorgang die Spule samt ihren Spulenanschluflkontakten in eine solche Folie 
gleichmaflig eingedruckt wird und folglich die Spule samt ihren Spulenanschluflkontakten 
praktisch ohne mechanische Belastungen und Spannungen im fertiggestellten 

20 Datentragerkorper eingebettet ist. 

Hierbei hat sich writers als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn als Deckfolie, die beim 
Stapeln der Folien den Spulenwindungen und den SpulenanschluBkontakten der Spule 
unmittelbar gegenUberliegt, eine aus Polyvinylchlorid bestehende Folie verwendet wird. Mit 
einer solchen Folie aus Polyvinylchlorid als Deckfolie wird das gleichmaflige Eindrucken 

25 und Einbetten der Spule giinstig unterstUtzt. 

Hierbei hat sich writers auch noch als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen eines 
leitfthigen Materials auf die Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. Auf 
diese Weise sind die Vorteile von Siebdruckverfehren, deren Anwendung zum Herstellen 

30 von Spulen flir Datentr&ger an sich bekannt ist, auch bei einem erfindungsgemaflen 
Verfahren vorteilhafterweise ausgenQtzt. 

Im vorstehend angefuhrten Zusammenhang hat sich writers als sehr vorteilhaft erwiesen, 
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wenn die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen 
einer Silberleitpaste auf die Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. Dies 
erweist sich in der Praxis als besonders gunstig. 

Die vorstehend angefthrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen aus den 
5 nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen hervor und sind anhand dieser 
Ausfuhrungsbeispiele erlautert. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von vier in den Zeichnungen dargestellten 
10 Ausfiihrungsbeispielen weiter erlautert, auf die die Erfindung aber nicht beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt in einem Querschnitt gemaB der Linie I-I in der Figur 2 einen Teil einer 
groBflachigen Tragerfolie, auf der eine Vielzahl von Spulen angebracht sind, von denen nur 
eine Spule mit ihren Spulenwindungen und mit ihren beiden SpulenanschluBkontakten 
dargestellt ist. 

15 Die Figur 2 zeigt in einem Schnitt gemaB der Linie II-II in der Figur 1 eine auf die 
groBflachige Tragerfolie aufgebrachte Spule mit ihren Spulenwindungen und mit ihren 
beiden SpulenanschluBkontakten. 

Die Figur 3 zeigt analog wie die Figur 1 einen Folienstapel, der aus insgesamt sechs 
groBflachigen Folien besteht und der die groBflachige Tragerfolie gemaB der Figur 1 

20 enthait. 

Die Figur 4 zeigt analog wie die Figuren 1 und 3 einen groBflachigen Folienkorper, der 
durch Laminieren des Folienstapels gemaB der Figur 3 erhalten wird und in den eine 
Vielzahl von Spulen saint ihren SpulenanschluBkontakten eingebettet sind. 

Die Figur 5 zeigt analog wie die Figuren 1, 3 und 4 einen Kartenkdrper einer Chipkarte, 
25 der durch Ausstanzen aus dem Folienkdrper gemaB der Figur 4 erhalten wird und in den 
eine Spule samt ihren beiden SpulenanschluBkontakten eingebettet ist. 

Die Figur 6 zeigt analog wie die Figuren 1, 3 , 4 und 5 den Kartenkdrper gemaB der 
Figur 5, der eine Ausnehmung und zwei von der Ausnehmung bis zu den beiden 
SpulenanschluBkontakten reichende Kanale aufweist. 
30 Die Figur 7 zeigt analog wie die Figuren 1, 3, 4, 5 und 6 den KartenkGrper gemaB der 
Figur 6, wobei in die Kanale ein elektrisch leitendes Klebemittel eingebracht ist und ein 
Modul sich pber der Ausnehmung in dem Kartenkftrper befindet. 
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Die Figur 8 zeigt analog wie die Figuren 1, 3, 4, 5, 6 und 7 eine fertiggestellte Chipkarte 
als Datentrager gemaB einem ersten AusfGhningsbeispiel der Erfindung, bei der in die 
Ausnehmung ihres Kartenkorpers ein Modul eingesetzt ist. 

Die Figur 9 zeigt analog wie die Figur 8, jedoch ausschnittsweise und in einem 
5 gegentlber der Figur 8 etwa vierfach grdOeren MaBstab die fertiggestellte Chipkarte mit 
dem in die Ausnehmung eingesetzten Modul, wobei zwei ModulanschluBkontakte und die 
beiden Spulenanschluflkontakte je in einer senkrecht zu den Kdrperhauptfl&chen und 
senkrecht zu den Tragerhauptflachen verlaufenden Richtung einander gegenuberliegen und 
mit einem je in einem Kanal enthaltenen elektrisch leitenden Klebemittel elektrisch leitend 

1 0 miteinander verbunden sind. 

Die Figur 10 zeigt analog wie die Figur 9 eine fertiggestellte Chipkarte als Datentrager 
gemafl einem zweiten Ausfuhmngsbeispiel der Erfindung, die einen ebenfalls in einer 
Laminiertechnik hergestellten Kartenkorper aufweist und bei der zwei ModulanschluB- 
kontakte und zwei Spulenanschluflkontakte je in einer schrag zu den K6rperhauptfl&chen 

15 und schrag zu den Tragerhauptflachen verlaufenden Richtung einander gegenuberliegen und 
mit einem je in einem Kanal enthaltenen elektrisch leitenden Klebemittel elektrisch leitend 
miteinander verbunden sind. 

Die Figur 1 1 zeigt analog wie die Figuren 9 und 10, jedoch nur ausschnittsweise eine 
fertiggestellte Chipkarte als Datentrager gemafi einem dritten Ausfiihaingsbeispiel der 

20 Erfindung, die einen in einer Kunststoff-SpritzguBtechnik hergestellten Kartenkorper 

aufweist und bei der zwei ModulanschluBkontakte und zwei SpulenanschluBkontakte je in 
einer schrag zu den Kdrperhauptflachen und schrag zu den Tragerhauptflachen verlaufenden 
Richtung einander gegenuberliegen und mit einem je in einem Kanal enthaltenen elektrisch 
leitenden Klebemittel elektrisch leitend miteinander verbunden sind, wobei die beiden 

25 Kan&le die beiden SpulenanschluBkontakte durchsetzen. 

Die Figur 12 zeigt analog wie die Figuren 9 und 10 eine fertiggestellte Chipkarte als 
Datentrager gemaD einem vierten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, die einen ebenfalls in 
einer Kunststoff-SpritzguBtechnik hergestellten Kartenkorper aufweist und bei der zwei 
ModulanschluBkontakte und zwei SpulenanschluBkontakte je in einer senkrecht zu den 

30 Kdrperhauptflachen und senkrecht zu den Tragerhauptflachen verlaufenden Richtung 
einander gegenuberliegen und mit einem je in einem Kanal enthaltenen elektrisch leitenden 
Klebemittel, elektrisch leitend miteinander verbunden sind und bei der an dem Tr&ger des 
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Moduls zus&tzlich weitere ModulanschluBkontakte vorgesehen sind, die von auBen her 
zuganglich sind. 

S Nachfolgend wird vorerst anhand der Figuren 1 bis 8 eine mflgliche Variante eines 
erfindungsgemaBen Verfahrens zum Herstellen eines erfindungsgemaBen Datentrtgers 
beschrieben, der als Chiplcarte ausgebildet ist. 

Bei einem ersten Verfahrensschritt wird eine in der Figur 1 dargestellte groBflachige 
Tragerfolie 1 einer Siebdruckeinrichtung zugefiihrt. Die Tragerfolie 1 weist eine 

10 FIftchenabmessung von 530 mm x 660 mm auf Die Dicke der Tragerfolie 1 betragt etwa 
125 \im. Die Tragerfolie 1 besteht aus Polycarbonat, was sich bei dem hier beschriebenen 
Verfahren als sehr vorteilhaft erwiesen hat. 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt werden in der Siebdmckeinrichtung in einer 
Siebdrucktechnik durch Aufbringen eines leitfehigen Materials, im vorliegenden Fall durch 

15 Aufbringen einer Silberleitpaste, auf die Tragerfolie 1 eine Mehrzahl von Spulen 2 
aufgebracht, die im vorliegenden Fall je insgesamt sechs durch Leiterbahnen gebildete 
Spulenwindungen 3 aufweisen. Es sei erwahnt, dafl die Anzahl und die Form der 
Spulenwindungen 3 der Spulen 2 audi anders gewahit sein kflnnen. Im vorliegenden Fall 
werden zugleich achtundvierzig Spulen auf die groBflachige Tragerfolie 1 aufgebracht, von 

20 denen in den Figuren 1 und 2 aber nur eine Spule 2 dargestellt ist. Am freien Ende der 
aufiersten Spulenwindung und am freien Ende der innersten Spulenwindung jeder Spule 2 
ist je ein rechteckfbrmiger SpulenanschluBkontakt 4 bzw. 5 vorgesehen. Die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und 5 sind ebenfalls durch Leiterbahnen gebildet, die analog wie 
die Spulenwindungen 3 auf die Tragerfolie 1 aufgebracht werden. Die Dicke der 

25 Spulenwindungen 3 bzw. der SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 betragt etwa 25 
^im. Urn diese Dicke mittels einer Qblichen Siebdrucktechnik zu erreichen, kdnnen auch 
mehrere Druckvorg£nge durchgefuhrt werden, wobei bei jedem nachfolgenden 
Druckvorgang Silberleitpaste auf die beim jeweils vorherigen Druckvorgang aufgebrachte 
Silberleitpaste aufgetragen wird, so dafl durch das mehrmalig ubereinander erfolgende 

30 Auftragen von Silberleitpaste in einem Siebdnickvorgang die gewQnschte Hdhe der 

Spulenwindungen 3 und der SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 erreicht werden. 
Durch das vorstehend erlauterte Aufbringen der Spulen 2 auf die Tragerfolie 1 wird das 
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in den Figuren 1 und 2 dargestellte Zwischenprodukt erhalten. 

Bezuglich der Figur 2 ist noch zu erwahnen, da£ in derselben mit einer strichpunktierten 
Linie 6 die UmriBkontur einer herzustellenden Chipkarte und mit einer weiteren 
strichpunktierten Linie 7 die UmriBkontur eines Tragers eines einen Chip als Bauteil 
5 enthaltenden Moduls dargestellt sind. 

Bei einem nachsten Verfahrensschritt wird - wie dies in der Figur 3 schematisch dar- 
gestellt ist - die groBflachige Tragerfolie 1 mit den auf ihr aufgebrachten Spulen 2 mit 
insgesamt im vorliegenden Fall ftnf weiteren Folien 8, 9, 10, 1 1 und 12 gestapelt, wobei die 
Spulen 2 und somit auch ihre SpulenanschluBkontakte 4 und 5 zwischen der Tragerfolie 1 

10 und einer Deckfolie 1 1 zu liegen kommen. Bezuglich der Deckfolie 1 1 ist zu erwahnen, daB 
es sich hierbei urn eine Folie aus Polyvinylchlorid handelt, die eine Dicke von etwa 200 um 
aulWeist. Die Flachenabmessungen der weiteren Folien 8, 9, 10, 1 1 und 12 stimmen mit der 
Flachenabmessung der Tragerfolie 1 nominal fiberein. 

Bezuglich der Folie 12, die an der von den Spulen 2 abgewandten Flachenseite der 

15 Tragerfolie 1 liegt, ist noch zu erwahnen, daB es sich hierbei ebenfalls urn eine Folie aus 
Polyvinylchlorid handelt, die aber eine Dicke von nur etwa 100 \xm aufweist. Die Folie 8 
besteht ebenso wie die Folie 12 aus Polyvinylchlorid und weist ebenso wie die Folie 12 eine 
Dicke von etwa 100 \xm auf. Die Folie 9 besteht ebenso wie die Tragerfolie 1 aus 
Polycarbonat und weist ebenso wie die Tragerfolie 1 eine Dicke von etwa 125 urn auf. Die 

20 Folie 10 besteht ebenso wie die Folie 1 1 aus Polyvinylchlorid und weist ebenso wie die Folie 
1 1 eine Dicke von etwa 200 \im auf. 

Nach dem wie aus der Figur 3 ersichtlichen Stapeln der Folien 8, 9, 10, 1 1, 1 und 12 
werden in einem nachsten Verfahrensschritt die gestapelten Folien durch einen 
Laminiervorgang laminiert. Bei diesem Laminiervorgang werden die Folien 8, 9, 10, 1 1, 1 

25 und 12 unter Einwirkung von Druck und Hitze miteinander verbunden, wobei durch ein 
kontrolliertes Verschmelzen der einzelnen Folien miteinander ein sogenanntes 
Homogenisieren der Folien erfolgt, so daB ein groflflachiger Folienkfirper 13 erhalten wird, 
wie dieser in der Figur 4 dargestellt ist. In dem groBflachigen Folienkorper 13 mit den 
Flachenabmessungen von 530 mm x 660 mm sind eine Mehrzahl von Spulen 2 eingebettet, 

30 wie dies fur eine Spule 2 in der Figur 4 dargestellt ist. 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt werden mit einem Stanzwerkzeug in einem 
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Stanzvorgang aus dem groBflachigen Folienk6rper 13 eine Mehrzahl von als 
Datentragerkdrper anzusehenden Kartenk6rpern 14 ausgestanzt. Im vorliegenden Fall 
werden aus einem Folienkdrper insgesamt achtundvierzig Kartenkdrper 14 ausgestanzt, 
von denen einer in der Figur 5 dargestellt ist. Das Ausstanzen des in der Figur 5 
5 dargestellt en Kartenkdrpers 14 aus dem groBflachigen Folienkdrper 13 wird entlang der in 
der Figur 2 mit dem Bezugszeichen 6 bezeichneten strichpunktierten Linie vorgenommen. 

Der Kartenkdrper 14 ist von einer ersten Kdrperhauptflache 15 und von einer zu 
der ersten Kdrperhauptflache 15 parallelen zweiten Kdrperhauptflache 1 6 begrenzt. In 
dem Kartenkdrper 14 ist die Spule 2 eingebettet, wobei im vorliegenden Fall sowohl die 

10 Spulenwindungen 3 der Spule 2 als auch die SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 
parallel zu den beiden Kdrperhauptflachen 15 und 16 verlaufend in den Kartenkdrper 14 
aufgenommen sind und in einem sich quer, in diesem Fall senkrecht zu der ersten 
Kdrperhauptflache 15 und in diesem Fall auch zu der zweiten Kdrperhauptflache 16 
erstreckenden Windungsniveaubereich Zl des Kartenkdrpers 14 liegen. Im vorliegenden 

15 Fall Uegt der Windungsniveaubereich Zl, in dem die Spule 2 liegt, in einem Abstand Dl von 
der zweiten Kdrperhauptflache 16. Der Abstand Dl weist hierbei einen Wert von etwa 
200 \xm auf. 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird mit einem Fraswerkzeug in einem 
Frasvorgang in dem hergestellten Kartenkdrper 14 durch Materialabtragung eine abgestufte 

20 Ausnehmung 17 hergestellt, wie dies aus der Figur 6 ersichtlich ist. Die Ausnehmung 17 
mundet in die erste Korperhauptflache 15. Bei dem vorerw&hnten Frasvorgang werden 
hierbei zwei Frasschritte durchgefuhrt, wodurch eine Ausnehmung 17 gebildet wird, die 
einen an die erste Kdrperhauptflache 15 angrenzenden, im Querschnitt grdBeren ersten 
Ausnehmungsbereich 18, der unter anderem durch eine parallel zu der ersten 

25 Korperhauptflache 15 verlaufende ringfbrmige Begrenzungsflache 19 begrenzt ist, und 

einen an den ersten Ausnehmungsbereich 18 an dessen von der ersten Kdrperhauptflache 15 
abgewandter Seite anschlieBenden, im Querschnitt kleineren zweiten Ausnehmungsbereich 
20 aufweist. 

In einem dritten Frasschritt und in einem vierten Frasschritt des vorerwahnten 
30 Frasvorganges werden in dem Kartenkdrper 14 durch Materialabtragung zwei Kanale 21 
und 22 hergestellt, von denen jeder von der ringfbrmigen Begrenzungsflache 19 des ersten 
Ausnehmungsbereiches 18 ausgehend durch den Kartenkdrper 14 hindurch bis zu einem 
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SpuIenanschluBkontakt 4 bzw. 5 reicht. Die beiden Kanale 21 und 22 verlaufen hierbei quer 
zu der ersten Kbrperhauptflache 15 und der zweiten Kftrperhauptflache 16 des 
KartenkOrpers 14, und zwar im vorliegenden Fall senkrecht zu den beiden 
KOrperhauptflachen 15 und 16, und sind Qber ihre gesamte Lange von dem Kartenkdrper 14 
5 umgeben. Die beiden Kanale 21 und 22 sind Qber ihre von den beiden 

SpulenanschluBkontakten 4 und 5 abgewandten Enden von auBer her zuganglich. Jeder 
Kanal 21 bzw. 22 weist an seinem von dem an ihn angrenzenden SpuIenanschluBkontakt 4 
bzw. 5 abgewandten Ende eine von dem betreffenden Kanal 21 bzw. 22 seitlich weg 
verlaufende Tasche 23 bzw. 24 auf. 

10 In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird durch die Ausnehmung 17 und durch die 
beiden Kanale 21 und 22 hindurch mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 der 
Spule 2 eine in der Figur 6 schematisch mit einer strichpunktierten Linie angedeutete 
Prufeinrichtung 25 zum Prufen der einwandfreien Funktionstiichtigkeit der Spule 2 in 
Wirkverbindung gebracht. Dies erfblgt in der Weise, daB zwei in der Figur 6 schematisch je 

1 5 mit einem strichpunktierten Pfeil dargestellte Priifkontakte 26 und 27 der Priifeinrichtung 25 
mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 in leitende Verbindung gebracht werden. 
Mit der Prufeinrichtung 25 ist die einwandfreie FunktionstQchtigkeit der Spule 2 feststellbar. 
Wenn mit der Prufeinrichtung 25 eine fehlerhafte bzw. funktionsuntOchtige Spule 2 
festgestellt wird, dann wird der betreffende Kartenkdrper 14 samt der darin eingebetteten 

20 defekten Spule 2 ausgeschieden. Wenn mit der Prufeinrichtung 25 ein positives Priifergebnis 
hinsichtlich der einwandfreien Funktionstiichtigkeit der Spule 2 festgestellt wird, dann wird 
der betreffende Kartenkdrper 14 samt der darin eingebetteten Spule 2 zum Herstellen einer 
Chipkarte weiterverwendet. 

Bei einem weiteren Verfahrensschritt wird mit einer sogenannten Dispensereinrichtung in 

25 die beiden Kanale 2 1 und 22 ein elektrisch leitendes Klebemittel als elektrisch leitendes 
Verbindungsmittel 28 eingebracht, wie dies in der Figur 7 dargestellt ist. 

Bereits vor dem Einbringen des als elektrisch leitendes Verbindungsmittel 28 
vorgesehenen Klebemittels in die beiden Kanale 21 und 22 wird bei dem hier beschriebenen 
Verfahren ein sogenannter Modul in Bearbeitung genommen. Ein solcher Modul 29 ist in 

30 der Figur 7 schematisch dargestellt. 

Der Modul 29 weist einen plattenffcrmigen Trager 30 auf. Der Tr&ger 30 ist von einer 
ersten Tragerhauptflache 31 und von einer zu der ersten Tragerhauptflache 3 1 parallelen 



WO 97/05569 PCT/IB96/00690 

- 17- 

zweiten Tragerhauptflache 32 begrenzt. Die Flachenabmessungen des Trigers 30 stimmen 
mil den Querschnittsabmessungen des ersten Ausnehmungsbereiches 18 im wesentlichen 
(iberein bzw. sind sie nur geringfiigig kleiner. Die UmriOkonturen des ersten 
Ausnehmungsbereiches 18 und des Tragers 30 entsprechen dem in der Figur 2 mit der 
5 strichpunktierten Linie 7 dargestellten Verlauf. 

Der Modul 29 weist weiters einen Chip 33 als Bauteil aufc bei dem es sich in bekannter 
Weise urn einen integriertcn Baustein handelt. Der Chip 33 ist mit dem Trager 30 
verbunden, und zwar an der zweiten Tragerhauptflache 32 des Tragers 30 beispielsweise 
mit einer Klebeverbindung. Wie aus der Figur 7 ersichtlich ist, ist somit der Chip 33 

1 0 gegeniiber der zweiten Tragerhauptfl&che 32 erhaben. 

Weiters weist der Modul 29 zwei mit dem Trager 30 verbundene, im Berdch der 
zweiten Tragerhauptflache 32 sich befindende, zum Zusammenwirken mit den beiden 
SpulenanschluOkontakten 4 und 5 vorgesehene ModulanschluBkontakte 34 und 35 auf. Die 
beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35 sind hierbei plattenfbrmig ausgebildet und durch 

15 an dem Trager 30 angebrachte Leiterbahnen gebildet. Die beiden ModulanschluBkontakte 
34 und 35 sind - was in der Figur 7 nur schematisch dargestellt ist * uber je einen 
sogenannten Bonddraht 36 und 37 mit in der Figur 7 nicht dargestellten 
ChipanschluBkontakten des Chips 33 elektrisch leitend verbunden, die in Fachkreisen haufig 
als Pads bezeichnet werden. 

20 Zu erwahnen ist noch t dafi der Chip 33 und die beiden Bonddrahte 36 und 37 sowie ein 
Teil der beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35 in eine Umhiillung 38 eingebettet and, 
die durch eine aus Kunstharz bestehende VerguBmasse gebildet ist. 

Ein wie vorstehend beschriebener Modul 29 wird beispielsweise von einem Hersteller 
solcher Module in hoher Stflckzahl angeliefert, wobei diese Module beispielsweise in einer 

25 sogenannten Gurtverpackung angeliefert werden. 

Im Zuge des hier beschriebenen Verfahrens wird bei einem weiteren Verfahrensschritt in 
einem ringfbrmigen Abschnitt 39 der zweiten Tragerhauptflache 32 des Trigers 30, welcher 
Abschnitt 39 einen Randbereich bildet, ein HeiBschmelz-KJebemittei 40 aufgetragen, wie 
dies in der Figur 7 angedeutet ist. 

30 Danach wird in einem weiteren Verfahrensschritt der Modul 29 mit Hilfe eines in der 
Figur 7 schematisch mit strichpunktierten Linien angedeuteten Bondarmes 41 mit dem Chip 
33 und den beiden ModulanschluBkontakten 34 und 35 voran in Richtung des Pfeiies 42 in 
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die Ausnehmung 17 eingesetzt. Hierbei treten gegen Ende dieses Einsetzvorganges die 
beiden plattenfbrmigen ModulanschluBkontakte 34 und 35 mit dem als elektrisch leitendes 
Verbindungsmittel 28 vorgesehenen elektrisch leitenden Klebemittel in Kontakt. Uber das in 
die beiden Kanale 21 und 22 eingebrachte Klebemittel werden hierbei die beiden 
5 ModulanschluBkontakte 34 und 35 mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 in 
elektrisch ieitende und auch in mechanisch feste Veibindung gebracht Beim Einsetzen des 
Moduls 29 in die Ausnehmung 17 wird gegebenenfalls Oberschussiges elektrisch leitendes 
Klebemittel von den beiden ModulanschluQkontakten 34 und 35 im Bereich der beiden 
Taschen 23 und 24 aus den beiden Kanalen 21 und 22 herausgedruckt, so daB 

10 uberschiissiges elektrisch leitendes Klebemittel in den beiden Taschen 23 und 24 

aufgenommen wird, wie dies in den Figuren 8 und 9 dargestellt ist. Nach dem Einsetzen des 
Moduls 29 in die Ausnehmung 17 des Kartenkdrpers 14 ist der in der Figur 8 dargestellte 
Verfehrensstand erhalten. 

In einem weiteren Verfahrensschritt wird auf die erste Tragerhauptflache 31 des Tragers 

1 5 30 ein in der Figur 8 schematise!) mit zwei Pfeilen angedeuteter Heizstempel 43 einer in der 
Figur 8 schematisch mit strichpunktierten Linien angedeuteten Heizvorrichtung 44 zum 
Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels 40 aufgesetzt. Danach wird von dem aufgesetzten 
Heizstempel 43 Hitze uber den Trager 30 bis zu dem Heiflschmelz-Klebemittel 40 
iibertragen, wonach dann der Heizstempel 43 von dem Trager 30 wieder abgehoben wird. 

20 Beim nachfolgenden AbkQhlen wird zwischen dem ringfbrmigen Randbereich 39 des 
Tragers 30 und der parallel zu den beiden Kdrperhauptflachen 15 und 16 verlaufenden 
ringfbrmigen Begrenzungsflache 19 der Ausnehmung 17 eine Klebeverbindung gebildet, mit 
der der Modul 29 an dem Kartenkorper 14 festgehalten wird. Zum Festhalten des Moduls 
29 an dem Kartenkorper 14 kann auch ein Klebemittel aus dem Gebiet der sogenannten 

25 Kaltklebetechnik zum Einsatz kommen. 

Nach dem zuletzt beschriebenen Verfahrensschritt ist eine fertiggestellte Chipkarte 45 als 
Datentrager gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung erhalten. Diese 
Chipkarte 45 ist ausschnittsweise in der Figur 9 dargestellt. 

Durch das Einsetzen des Moduls 29 in die Ausnehmung 17 des Kartenkdrpers 14 kommt 

30 die erste Tragerhauptflache 3 1 des Tragers 30 der ersten Kdrperhauptflache 15 des 

KartenkGrpers 14 zugewandt zu liegen, wobei im vorliegenden Fall die erste Tragerhaupt- 
flache 31 mit der ersten K8rperhauptflache 15 fluchtet. Weiters kommt die zweite 
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Trfigerhauptflfiche 32 des TrSgers 30 von der ersten Korperhauptfl&che 15 des 
Kartenkdrpers 14 abgewandt und der zweiten Korperhauptflache 16 des KartenkGrpers 14 
zugewandt zu liegen. Weiters kommt der als Bauteil vorgesehene Chip 33 in einem sich 
quer, in diesem Fa}] senkrecht zu der ersten Korperhauptflache 15 und in diesem Fall auch 
5 senkrecht zu der zweiten Korperhauptflache 16 des Kartenkttrpers 14 erstreckenden 
Bauteilniveaubereich Z2 des Kartenkdrpers 14 zu liegen. Im vorliegenden Fall liegt der 
Bauteilniveaubereich Z2 in einem Abstand D2 von der ersten K6rperhauptfl£che 15. Der 
Abstand D2 weist hierbei einen Wert von etwa 100 pm auf. Im vorliegenden Fall, in dem 
der Chip 33 in einer Umhullung 38 eingebettet ist, erstreckt sich der Bauteilniveaubereich 

10 Z2 des Kartenk6rpers 14 uber den gesamten Hohenbereich der Umhullung 38. Fur den Fall, 
daB ein Modul zum Einsatz kommt, bei dem der als Bauteil vorgesehene Chip von keiner 
UmhQllung umgeben ist bzw. bei dem die Umhullung praktisch niveaugleich mit dem Chip 
ausgebildet ist, ist es ausreichend, wenn der Bauteilniveaubereich Z2 sich nur bis zu dem 
von der zweiten Tragerhaupflache des Tragers abgewandten Endniveaubereich des Chips 

15 erstreckt. 

Wie aus der Figur 9 ersichtlich ist, ist bei der Chipkarte 45 vorteilhaftenveise die 
Ausbildung so getroffen, daB die Spulenwindungen 3 der Spule 2 und im vorliegenden Fall 
zusfltzlich auch die beiden SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 in einem auBerhalb 
des Bauteilniveaubereiches Z2 liegenden Windungsniveaubereich Zl liegen und daB die 

20 beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35 uber den Bauteilniveaubereich Z2 hindurch und 
im vorliegenden Fall auch uber den Bauteilniveaubereich Z2 hinaus mit Hilfe des in den 
beiden Kanfilen 21 und 22 enthaltenen, als elektrisch leitendes Verbindungsmittel 28 
vorgesehenen elektrisch leitenden Klebemittels mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 
und 5 sowohl elektrisch als auch mechanisch gut verbunden sind. Aufgrund dieser 

25 Ausbildung ist vorteilhaftenveise erreicht, daB - trotzdem der Chip 33 und seine Umhullung 
38 und die beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35 von derselben Tr&gerhauptfl&che, 
namlich der zweiten Tragerhauptfl&che 32 des Tragers 30 des Moduls 29 abstehen - der 
Verlauf der Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die Ausbildung der Spule 2 in der 
Umgebung des als Bauteil vorgesehenen Chips 33 keinen einschrankenden Einflussen durch 

30 die Anwesenheit des Chips 33 unterliegen, weil der Chip 33 samt seiner UmhQllung 38 in 
einem ganzlich anderen Niveaubereich liegt als die Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die 
beiden SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2. Aufgrund der Tatsache, daB bei der 
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Chipkarte 45 sowohl die elektrische Verbindung zwischen den ModuianschluBkontakten 34 
und 35 und den SpulenanschluBkontakten 4 und 5 als auch die mechanische Verbindung 
dieser Kontakte mit Hilfe des als elektrisch leitendes Verbindungsmittel 28 vorgesehenen 
elektrisch leitenden Kiebemittels erfolgt, ist eine sichere und alteningsbest&ndige 
5 Verbindung zwischen den beiden ModuianschluBkontakten 34 und 35 und den beiden 
SpulenanschluOkontakten 4 und 5 gewahrleistet 

In der Figur 10 ist eine Chipkarte 45 als Datentrfiger gemaB einem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Bei dieser Chipkarte 45 sind zwei Kanale 21 
und 22 vorgesehen, die hierbei quer zu der ersten Korperhauptfl&che 15 und der zweiten 

10 Korperhauptflache 16 des Kartenkflrpers 14 verlaufen, und zwar im vorliegenden Fall in der 
Weise schrag zu den beiden K&rperhauptflachen 15 und 16, daB der Abstand zwischen den 
beiden KanSlen 21 und 22 im Bereich der beiden SpulenanschluBkontakte 4 und S grdBer ist 
als im Bereich der beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35. Aufgrund dieser Ausbildung 
der beiden Kanale 21 und 22 ist vorteilhafterweise erreicht, daB zwischen den beiden 

1 5 SpulenanschluOkontakten 4 und 5 eine gr&Bere Anzahl von Spulenwindungen 3 

untergebracht werden kann, als dies bei einer Chipkarte 45 gemaB der Figur 9 der Fall ist. 

In der Figur 1 1 ist eine Chipkarte 45 als Datentrfiger gemaB einem dritten 
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Bei dieser Chipkarte 45 weisen die beiden 
Kanale, von denen die Figur 1 1 nur den Kanal 22 zeigt, ebenfalls einen geneigten Veriauf 

20 gegenuber der ersten Korperhauptflache 15 und der zweiten K6rperhauptflache 16 der 
Chipkarte 45 auf Bei der Chipkarte 45 gemaB der Figur 1 1 durchsetzen die beiden Kanale 
die beiden SpulenanschluBkontakte, von denen die Figur 1 1 nur den SpulenanschluBkontakt 
5 zeigt. Das Durchsetzen der SpulenanschluBkontakte durch die Kanale ist dadurch 
erhalten, daB beim Herstellen der Chipkarte 45 die Kanale Qber die SpulenanschluBkontakte 

25 hinaus ausgefrast werden. Der Vorteil einer solchen Ausbildung liegt darin, daB die Tiefe 
der Frasvorgange zum Herstellen der Kanale relativ unkritisch ist und folglich eine weniger 
hohe Prazision erfordert. Durch das Einbringen des als elektrisch leitendes 
Verbindungsmittel 28 vorgesehenen elektrisch leitenden Kiebemittels, das mit den von den 
Kanalen durchsetzten SpulenanschluBkontakten eine satte Verbindung eingeht, ist auch in 

30 diesem Fall eine einwandfreie elektrische und auch mechanische Verbindung zwischen den 
SpulenanschluBkontakten und den ModuianschluBkontakten mit Hilfe des in den Kanalen 
enthaltenen elektrisch leitenden Kiebemittels realisiert. 
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In der Figur 12 ist cine Chipkarte 45 als Datentrfiger gem&B einem vierten 
Ausfilhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Bei dieser Chipkarte 45 ist die Ausbiidung 
der beiden KanAle 21 und 22 und die Ausbiidung der beiden SpuIenanschluBkontakte 4 und 
5 und der beiden ModulanschluBkontakte 34 und 35, die uber das in den beiden Kan&len 21 
5 und 22 enthaltene elektrisch leitende Klebemittei miteinander verbunden sind, ident mit 
der Ausbiidung dieser Chipkartenbestandteile bei der Chipkarte 45 gem&B der Figur 9. 

Bei der Chipkarte 45 gem&B der Figur 12 sind aber mit dem Trfiger 30 des Moduls 29 
zus&tzlich im Bereich seiner ersten Trftgerhauptfl&che 31 vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte verbunden, die zum Zusammenwirken mit von auBerhalb der 

10 Chipkarte 45 mit ihnen in Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten ausgebildet sind. 
Insgesamt sind bei der Chipkarte 45 gemSfl der Figur 12 acht solche weitere 
ModulanschluBkontakte vorgesehen, von denen in der Figur 12 aber nur zwei weitere 
ModulanschluBkontakte 46 und 47 dargestellt sind. Die weiteren ModulanschluBkontakte 
sind - wie dies fur die beiden weiteren ModulanschluBkontakte 46 und 47 aus der Figur 12 

1 5 ersichtlich ist - tiber weitere Bonddrfihte mit weiteren nicht dargestellten 

ChipanschluBkontakten (Pads) des Chips 33 verbunden, von denen in der Figur 12 die 
beiden weiteren Bonddr&hte 48 und 49 dargestellt sind. Die weiteren Bonddrfihte sind 
hierbei durch in dem Trager 30 vorgesehene Bohrungen hindurchgefilhrt, von denen in der 
Figur 12 zwei Bohrungen 50 und 51 dargestellt sind. 

20 Bei dem als Bauteil vorgesehenen Chip 33 der Chipkarte 45 gemSB der Figur 12 handelt 
es sich urn einen sogenannten Doppel-Zweck-Chip, dessen im Bereich der zweiten 
Tragerhauptflache 32 vorgesehene ModulanschluBkontakte 34 und 35 mit den 
SpulenanschluBkontakten 4 und 5 der Spule 2 verbunden sind, die zum bertihrungslosen 
Datenaustausch zwischen dem Doppel-Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und 

25 gegebenenfalls zur bertihrungslosen EnergieObertragung zu dem Doppel-Zweck-Chip 

vorgesehen ist, und dessen im Bereich der ersten Tragerhauptflache 31 vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte zum kontaktbehafteten Datenaustausch zwischen dem Doppel- 
Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und zur kontaktbehafteten Energieiibertragung 
zu dem Doppel-Zweck-Chip vorgesehen sind. 

30 Auch bei der Chipkarte 45 gemfiB der Figur 12 liegen der als Bauteil vorgesehene Chip 
33 samt seiner Umhallung 38 und die Spule 2 mit ihren Spulenwindungen 3 und mit ihren 
beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 in unterschiedlichen Niveaubereichen, nimlich der 
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als Bauteil vorgesehene Chip 33 samt seiner Umhallung 38 in dem Bauteilniveaubereich Z2 
und die Spule 2 in dem Windungsniveaubereich Zl, was auch bei der Chipkarte 45 gemaB 
der Figur 12 den groBen Vorteil bringt, dafl - trotzdem der Chip 33 und seine Umhullung 38 
und die bei den ModulanschluOkontakte 34 und 35 von derselben Tragerhauptflache, 
5 n&nlich der zweiten Tragerhauptflache 32 des Tr&gers 30 des Moduis 29 abstehen - der 
Veriauf der Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die AusbUdung der Spule 2 in der 
Umgebung des Chips 33 keinen einschrankenden Einflussen durch die Anwesenheit des 
Chips 33 unterliegen. 

Die Erfindung ist auf die vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele nicht 

] 0 beschrankt. So konnen zum Herstellen eines Datentragerkdrpers und zum Anbringen einer 
Ausnehmung in dem DatentrfigerkGrper auch andere geeignete Techniken zur Anwendung 
kommen, beispieisweise Atztechniken oder Lasertechniken. Auch stehen zum Herstellen der 
Spulen andere geeignete Techniken zur Verfiigung, beispieisweise Atztechniken. Auch 
kdnnen in einem Datentragerkdrper auch zwei oder mehr als zwei Spulen aufgenommen 

1 5 sein. Ein in einen Datentriger eingesetzter Modul muB nicht unbedingt nur einen Chip als 
Bauteil enthalten, sondern kann auch einen Kondensator oder einen druckempfindlichen 
Foiienschalter und dergleichen als Bauteil aufweisen. Erwahnt sei weiters noch, dafl in einer 
einen erfindungsgemaBen Datentr&ger bildenden Chipkarte gegebenenfalls nicht nur ein 
einziger Chip als Bauteil, sondern auch zwei oder mehrere Chips enthalten sein kOnnen. 

20 Beispieisweise konnen in einer Chipkarte auch zwei Module mit je einem Chip oder auch ein 
Modul mit zwei Chips zum Einsatz kommen. Bei den vorstehend beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispielen sind die TrSger der Module im Bereich der ersten KdrperhauptflSche 
der Kartenkdrper zuganglich, wobei die erste Tragerhauptflache und die erste 
Kflrperhauptflache bei den Chipkarten gemaB den drei vorstehend beschriebenen 

25 Ausfuhrungsbeispielen fluchten; es kann aber bei einer Chipkarte auch vorgesehen sein, daB 
die erste Tragerhauptflache des Tragers eines Moduis von einer Abdeckschicht abgedeckt 
ist, wobei dann die auBere Begrenzungsflache dieser Abdeckschicht mit der ersten 
Korperhauptflache des Kartenkdrpers dieser Chipkarte fluchtet. 

Bei einem Datentrager mit einem in Kunststolf-SpritzguBtechnik hergestellten 

30 Datentragerkdrper und mit einer aus einem diinnen Draht bestehenden Spule ktinnen die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte in einer Ebene liegen, so daB dann die 
SpuIenanschluBkontakte und auch die Spulenwindungen entlang ihres gesamten Bereiches 
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bzw. Verlaufes in einem dem Drahtdurchmesser entsprechenden Windungsniveaubereich Zl 
liegen, der auflerhalb des Bauteilniveaubereiches Z2 iiegt. Dies muO nicht unbedingt so sein, 
weil die Spulenwindungen in ihrem zu dem Bauteil am Modul des Datentr&gers nicht 
benachbarten, also in einer quer zu den Trdgerhauptflichen des Tragers des Moduis ver- 
5 laufenden Richtung dem Bauteil nicht gegenuberliegenden Bereich gegebenenfalls auch 
innerhalb des Bauteilniveaubereiches Z2 liegen kdnnen, was durch entsprechende 
abgebogene bzw. abgewinkelte Formgebung der Spule erreichbar ist. Entscheidend ist im 
vorliegenden Zusammenhang, daft die SpulenanschluBkontakte und die Spulenwindungen 
der Spule zumindest in ihrem zu dem Bauteil benachbarten Bereich in einem auBerhalb des 

1 0 Bauteilniveaubereiches 22 liegenden Windungsniveau Z 1 liegen. 

Es ist abschliefiend als wesentliches Faktum noch zu erwfihnen, dafi bei samtlichen im 
Rahmen dieser Anmeldung beschriebenen Ausfuhrungsbeispieien von Datentr&gem die den 
DatentragerkGrper begrenzende besagte Kdrperflache, in die die Ausnehmung mundet, in 
die der Modul eingesetzt ist, eine von auBen zugfingliche K6rperauBenflache ist. Dies muB 

1 5 aber nicht so sein, weil bei Datentr&gern gem&B den beschriebenen Ausfiihrungsbeispieien 
nach dem Einbringen des Moduis auf die besagte Kdrperflache auch noch eine 
Abdeckschicht, beispielsweise in Form einer Abdeckfolie, aufgebracht werden kann, die im 
Falle eines ausschlieBlich fiir einen kontaktlosen Betrieb in einem Datentrftger vorgesehenen 
Moduis diesen Modul zur Ganze abdecken kann und die im Fall eines fur einen 

20 kontaktbehafteten Betrieb in einem Datentrager vorgesehenen Moduis diesen Modul 
zumindest unter teilweiser Freistellung der weiteren ModulanschluBkontakte zum 
Zusammenwirken mit Kontaktstiften einer Schreib/Lese-Einrichtung abdecken kann, einen 
solchen Modul aber auch gar nicht abdecken kann, sondern nur die besagte Kdrperflache. 
Bei einer derartigen Ausbildung ist die KdrperauBenflache des Datentragerkfirpers eines 

25 Datentr&gers durch die AuBenflache der Abdeckschicht gebildet. 
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Patentanspriiche: 

1. Datentrager mit einem Datentragerkdrper, der von einer K&rperflache begrenzt ist und 
in den ein Modul und eine gegenttber dem Modul separate, Spulenwindungen und 
mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweisende Spule aufgenommen ist, wobei der 

5 Modul einen plattcnfbrmigen Trager, der im wesentlichen parallel zu der besagten 
KorperflSche verlauft und der von einer der besagten Kdrperfl&che zugewandten ersten 
Tragerhauptflache und von einer von der besagten Kdrperflache abgewandten und zu der 
ersten Tragerhauptflache im wesentlichen parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, 
und mindestens einen Bauteil, der in den Datentragerkorper aufgenommen und mit dem 

10 TrSger verbunden und gegenttber der zweiten Tragerhauptflache erhaben ist und der in 
einem sich quer zu der besagten Kdrperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich liegt, und 
mindestens zwei ModulanschluQkontakte aufweist, die mit dem Trager verbunden und in 
dem Bereich der zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und wobei die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule in einem sich quer zu der 

1 5 besagten Kdrperflache erstreckenden Spulenniveaubereich liegen und wobei jeder 
SpulenanschluBkontakt in einer quer zu der zweiten Tragerhauptflache verlaufenden 
Richtung einem Modulanschlufikontakt gegenflberliegt und nut letzterem in elektrisch 
leitender Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule zumindest in ihrem zu dem Bauteil benachbarten Bereich 

20 in einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden Spulenniveaubereich liegen und 
daB zwischen jedem ModulanschluBkontakt und dem ihm gegenuberliegenden 
SpulenanschluBkontakt ein uber seine gesamte Lange von dem Datentragerkorper 
umgebener, an die beiden AnschluBkontakte angrenzender Kanal vorgesehen ist und daB 
jeder Kanal ein elektrisch leitendes Verbindungsmittel enthalt, mit dem die elektrisch 

25 leitende Verbindung zwischen einem ModulanschluBkontakt und einem 
SpulenanschluBkontakt gebildet ist. 

2. Datentrager nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, daB jeder Kanal als elektrisch 
leitendes Verbindungsmittel eine in einem pastGsen oder flOssigen Zustand in den Kanal 
einbringbare elektrisch leitende Masse enthalt. 

30 3. Datentrager nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB jeder Kanal als elektrisch 
leitende Masse, die das elektrisch leitende Verbindungsmittel bildet, ein elektrisch leitendes 
Klebemittel enthalt. 
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4. Datentrager nach einem der Anspruche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl jeder 
Kanal an seinem von dem an ihn angrenzenden Spulenanschluflkontakt abgewandten und 
dem an ihn angrenzenden ModulanschluBkontakt zugewandten Ende eine von dem Kanal 
seitlich weg verlaufende Tasche aufweist, in der Qberschiissige elektrisch leitende Masse 

5 aufhehmbar ist. 

5. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
Datentrager eine abgestufte Ausnehmung aufweist, die in die besagte Kdrperflache milndet 
und die einen an die besagte Kdrperflache angrenzenden, im Querschnitt grdOeren ersten 
Ausnehmungsbereich, der durch eine im wesentlichen parallel zu der besagten KOrperflache 

1 0 verlaufende ringformige Begrenzungsflache begrenzt ist, und einen an den ersten 
Ausnehmungsbereich an dessen von der besagten Korperflache abgewandter Seite 
anschlieflenden, im Querschnitt kleineren zweiten Ausnehmungsbereich aufweist und in die 
der Modul etngesetzt ist, wobei der Trager des Moduls mit einem ringformigen Abschnitt 
der zweiten Tragerhauptflache der ringformigen Begrenzungsflache des ersten 

15 Ausnehmungsbereiches gegenuberliegt, und dafl die ModulanschluBkontakt e zumindest 
teilweise im Bereich des ringformigen Abschnittes der zweiten Tragerhauptflache 
vorgesehen sind und daft die Kanale von der ringfbrmigen Begrenzungsflache des ersten 
Ausnehmungsbereiches ausgehend durch den Datentr&gerkdrper hindurch bis zu den 
SpulenanschluBkontakten reichen. 

20 6. Datentrager nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die Ausnehmung und die 
KanSle durch einen Fr&svorgang hergestellt sind. 

7. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Spulenwindungen und die Spulenanschluflkontakte der Spule durch mit einem 
Siebdruckverfahren hergestellte Leiterbahnen gebildet sind. 

25 8. Datentrager nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafl die Spulenwindungen und 
die Spulenanschluflkontakte der Spule durch mit einem Siebdruckverfahren unter 
Verwendung einer Silberleitpaste hergestellte Leiterbahnen gebildet sind. 

9. Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafl mit dem 
Trager des Moduls im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache vorgesehene weitere 

30 Modutanschluflkontakte verbunden sind, die zum Zusammenwirken mit von auflerhalb des 
Datentragers mit ihnen in Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten ausgebildet sind. 

10. Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
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Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 

1 1 . Verfahren zum Herstellen eines Datentragers, bei dem ein Datentrdgerktirper her- 
gestellt wird, der von einer Kdrperflache begrenzt ist, und bei dem beim Herstellen des 
DatentragerkGrpers eine Spule, die Spulenwindungen und mindestens zwei Spulen- 

5 anschluBkontakte aufweist, in den Datentt&gerkOrper aufgenommen wird, wobei die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte in einem sich quer zu der besagten 
Kdrperflache erstreckenden Spulenniveaubereich zu liegen kommen, und bei dem in den 
Datentrftgerkflrper ein Modul aufgenommen wird, der einen plattenfbrmigen, von einer 
ersten Tr&gerhauptflache und von einer zu der ersten Tragerhauptfl&che im wesentlichen 

10 parallelen zweiten Tragerhauptfl&che begrenzten Trager und einen mit dem Trager 

verbundenen, gegenOber der zweiten TragerhauptflUche erhabenen Bauteil und mindestens 
zwei mit dem Trager verbundene, im Bereich der zweiten Tragerhauptflache vorgesehene 
ModulanschluBkontakte aufweist, wobei die erste Tragerhauptflache der besagten 
K&rperflache zugewandt und die zweite Tragerhauptflache von der besagten K&rperfl&che 

1 5 abgewandt zu liegen kommen und wobei der Bauteil in einem sich quer zu der besagten 
K6rperflache erstreckenden Bauteiiniveaubereich zu liegen kommt, und bei dem je ein 
ModulanschluBkontakt und je ein SpulenanschluDkontakt in einer quer zu der zweiten 
Tragerhauptflache verlaufenden Richtung einander gegenQberliegend zu liegen kommen und 
in elektrisch leitende Verbindung gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daB die 

20 Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule beim Herstellen des 
Datentragerkdrpers zumindest in ihrem zu dem Bauteil benachbarten Bereich in einen 
auBerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden Spulenniveaubereich gebracht werden und 
daB in dem Datentr&gerkorper durch Materialabtragung quer zu der besagten Korperfl&che 
verlaufende, uber ihre gesamte Lfinge von dem Datentr&gerkorper umgebene Kanale 

25 hergestelit werden, von denen jeder bis zu einem SpulenanschluDkontakt reicht und von 
denen jeder vor dem Aufhehmen des Moduls in den Datentr&gerkdrper uber sein von dem 
SpulenanschluDkontakt abgewandtes Ende von auBen her zuganglich ist, und dafl in jeden 
Kanal ein elektrisch leitendes Verbindungsmittel eingebracht wird und daB beim Aufhehmen 
des Moduls in den Datentragerkorper jeder mit dem Trager des Moduls verbundene 

30 ModulanschluBkontakt mit dem in einen Kanal eingebrachten Verbindungsmittel mit einem 
gegenuberliegenden SpulenanschluDkontakt in elektrisch leitende Verbindung gebracht 
wird. 
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12. Verfahren nach Anspnich 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB in jeden Kanal als 
elektrisch leitendes Verbindungsmittel eine pastose oder flQssige elektrisch leitende Masse 
eingebracht wird. 

13. Verfahren nach Anspnich 12, dadurch gekennzeichnet, daB in jeden Kanal als 

5 elektrisch leitende Masse, die das elektrisch leitende Verbindungsmittel bildet, ein elektrisch 
leitendes Klebemittel eingebracht wird. 

14. Verfahren nach einem der Ansprtlche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB jeder 
Kanal an seinem von dem an ihn angrenzenden SpulenanschluBkontakt abgewandten Ende 
mit einer von dem Kanal seitlich weg verlaufenden Tasche versehen wird, in der 

1 0 Qberschiissige elektrisch leitende Masse aufhehmbar ist. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB in dem 
hergestellten Datentragerkbrper durch Materialabtragung eine abgestufte Ausnehmung 
hergestellt wird, die in die besagte Korperflache mundet und die einen an die besagte 
Korperflache angrenzenden, im Querschnitt groBeren ersten Ausnehmungsbereich, der 

1 5 durch eine im wesentlichen parallel zu der besagten Korperflache veriaufende ringfbrmige 
Begrenzungsflache begrenzt ist, und einen an den ersten Ausnehmungsbereich an dessen 
von der besagten Kdrperflache abgewandter Seite anschlieBenden, im Querschnitt kieineren 
zweiten Ausnehmungsbereich auiweist, und daB in dem hergestellten Datentragerkbrper 
durch Materialabtragung Kanale hergestellt werden, von denen jeder von der ringfbrmigen 

20 Begrenzungsflache des ersten Ausnehmungsbereiches ausgehend durch den 

Datentragerkbrper hindurch bis zu einem SpulenanschluBkontakt reicht, und daB der Modul 
mit dem Bauteil und den ModulanschluBkontakten voran in die Ausnehmung eingesetzt 
wird, wobei jeder mit dem Trager des Moduls verbundene ModulanschluBkontakt mit dem 
in einen Kanal eingebrachten elektrisch leitenden Verbindungsmittel mit einem 

25 gegenUberliegenden SpulenanschluBkontakt in elektrisch leitende Verbindung gebracht 
wird. 

16. Verfahren nach Anspnich 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Materialabtragung 
zum Herstellen der Ausnehmung und der Kanale durch einen Frasvorgang erfolgt. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
30 dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung durch die Kanale hindurch mit den 

SpulenanschluBkontakten eine Prufeinrichtung zum Priifen der einwandfreien 
Funktionstuchtigkeit der Spule in Wirkverbindung gebracht wird. 
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18. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dafl vor 
dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung in einem Randbereich der zweiten 
Tragerhauptflache des Trfigers des Moduls ein Heiflschmelz-KJebemittel aufgetragen wird 
und daB nach dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung auf die erste 

5 Tragerhauptfl&che des Tr&gers des Moduls ein Heizstempel einer Heizvorrichtung zum 
Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels aufgesetzt wird. 

19. Verfehren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluGkontakte der Spule auf eine Tr&gerfoHe 
aufgebracht werden und daB danach die Trageifolie mit den auf ihr aufgebrachten 

10 Spulenwindungen und SpulenanschluBkontakten der Spule mit mindestens einer weiteren 
Folie gestapelt wird, wobei die Spulenwindungen und die SpuIenanschluBkontaktc der 
Spule zwischen der Tragerfolie und einer Deckfolie zu liegen kommen, und dafi danach die 
gestapelten Folien durch einen Laminiervorgang zum Herstellen des Datentr&gerkfirpers 
laminiert werden. 

15 20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB als Trftgerfolie, auf die 
die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule aufgebracht werden, eine 
aus Polycarbonat bestehende Folie verwendet wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB als Deckfolie, die beim 
Stapeln der Folien den Spulenwindungen und den SpulenanschluBkontakten der Spule 

20 unmittelbar gegenuberliegt, eine aus Polyvinylchlorid bestehende Folie verwendet wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen eines 
leitfihigen Materials auf die Trfigerfolie in einem Siebdnickvorgang hergestellt werden. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen 
25 und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen einer Silberleitpaste auf die 

Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. 



WO 97/05569 



PCT/IB96/00690 




WO 97/05569 



PCT/IB96/00690 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intern; al Application No 

PCT/IB 96/G069O 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 
IPC 6 ~ 



According to International Patent QamQcaOon (IPC) or to both national dasaficanon and IPC 



R FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation , cardial (danification system followed by danfication cymboii) 

IPC 6 G66K 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents arc included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category" 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



P,X 



EP G 671 705 A (GEMPLUS CARD INT) 13 
September 1995 



see column 4, line 50 
see column 7, line 24 



column 6, line 7 
line 43; figure 7 



DE 43 37 921 A (MICHALK MANFRED DR) 11 May 
1995 

see the whole document 



1-3, 

5-13,15, 
16,19-23 



1.11 



EP 0 595 549 A (HUGHES MICROELECTRONICS 
EUROPA) 4 May 1994 
see column 4, line 18 
figures 5-14 
see column 7, line 23 



column 6, line 21; 
column 8, line 45 



X Further document! are listed in the cona nuaUcn of box C. 



|X I P*knt family memben art luted in annex. 



' Special categories of cited documents : 

A* document defining the general state of the art whj ch it not 
considered to be of particular relevance 

'E* earlier document but published on or after the international 
filing date 

X" document which may throw doubts on priority daimfi) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

0* docuroent refcrring to an oral disclosure, use, exhibition or 

F* document pubhxhed prior to the international flung date but 
later than the priority date claimed 



later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 



X document of particular relevance, the daimed invention 
caiinot be considered novel or cannot be considered to 
mvolve an inventive step when the document is taken alone 

'V document of particular lelcvancc; the daimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"cV document member of the tame patent family 



Date of the actual completion of the international search 

30 December 1996 



Date of mailing of the international search report 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 3811 Patendaan 2 
NL « 228D HV Rijswijk 
Tel. (+31.70) 340-2040. Tx. 31 6S1 eponl. 
Fax ( + 31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Gysen, L 



Form PCT/ISA/210 (neon] Ant) (July 19W) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intern* %1 Application No 

PCT/1B 96/00690 



ion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category " Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



P.A 



EP 0 682 321 A (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 

15 November 1995 

cited in the application 

see the whole document 

EP 0 646 895 A (TOKYO 5H IB AURA ELECTRIC 
CO) 5 April 1995 

see column 5, line 21 - column 6, line 8; 
figures 1-7 

FR 2 659 767 A (NSI NX SYSTEMES 
INFORMATIQUES) 20 September 1991 
see page 21, line 14 - page 22 t line 30; 
figure 10 

DE 44 03 753 C (ANGEWANDTE DIGITAL 
ELEKTRONIK) 20 July 1995 
see column 2, line 1 - column 3, line 33; 
figures 6-9 



1.7.9-11 



1.11 



1.11 



1.11 



Fwm PCT/ISA/310 (a»Unut|pa of iwsad fhwt) (July 1W2) 



page 2 of 



2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

t funiiy n 



Intern il Application No 

PCT/IB 96/00690 



Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
mcmber(s) 


Publication 
date 


EP-A-0671705 


13-09-95 


FR-A- 
JP-A- 


2716281 
8052968 


18-68-95 

1U Vw 7«J 

27-02-96 


DE-A-4337921 


11-05-95 


N0NE 






EP-A-0595549 


04-05-94 


JP-A- 


6243358 


02-09-94 


EP-A-G682321 


15-11-95 


DE-A- 
JP-A- 


4416697 
8044840 


16-11-95 
16-02-96 


EP-A-0646895 


05-04-95 


JP-A- 


7117385 


09-05-95 


FR-A-2659767 


20-09-91 


N0NE 






DE-C-4403753 


20-07-95 


AU-A- 
W0-A- 
EP-A- 


1574395 
9522121 
0744061 


29-08-95 
17-08-95 
27-11-96 



Faro PCT/lSA/210 (pant Unify kimx) (July I9f2) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Intern* lies Aktenzdchen 

PCT/IB 96/00690 



\. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 G06K19/G77 



Nach der Intemarionalcn PatcntkJasafikation (IPK) oder nach der nationalen Kiasaflkation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprufitolT (KlassiQkationssystetn und KJassiOkabonssymbolc ) 

IPK 6 G06K 



Recherchierte aber nicht zum Mmdestprufstofr gehorende VeroffenUichungen, soweit these unter die rtcherchierten Gebiete fallen 



Wahrcnd der intemationalen Recherche konsutoerte dektronische Oatenbank (Name der Oatrnbank und cvtl. verwendcte Suchbegrifle) 



C ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



{Categoric* Bezeichnung der VcrdflcRttichunf, soweit crfordcrlich unter Angabe der in Betracht kornmenden Teile 



Betr. Anipruch Nr. 



P.X 



EP 0 671 705 A (GEMPLUS CARD INT) 
13. September 1995 

siehe Spalte 4, Zeile 50 - Spalte 6, Zeile 

siehe Spalte 7, Zeile 24 - Zeile 43; 
Abbi Idung 7 

DE 43 37 921 A (MICHALK MANFRED DR) 11. Mai 
1995 

siehe das ganze Dokument 

EP 0 595 549 A (HUGHES MICROELECTRONICS 
EUROPA) 4. Mai 1994 

siehe Spalte 4, Zeile 18 - Spalte 6, Zeile 
21; Abbildungen 5-14 

siehe Spalte 7, Zeile 23 - Spalte 8, Zeile 
45 



1-3, 

5-13,15, 
16,19-23 



l.U 



| X| W^^^^cnthchungen and der Forttxtzung von Fdd C xu j Siehe Anhang PatcntfamUic 



' Besonderc Kategoricn von angtgebenen VerWTcntfachungen 
'A' Veroffendicrning. die den aUgemcinen Stand der Tcchnik definJert, 
aber nicht alt besonders bedeuuam anzuschen ist 



'B* Uteres Dokument, das jedoch erst am Oder ntch dcm international en 
Anmddedatum vcrbffenUicht word to ist 

X' Verflffendichung. die geeignet ist, einen Priorittoanjpruch zweifdhaft er- 
scheincn xu lasaen, Oder durch die das VeriiTmttichungsdaium crner 
anderen im Rechcrchcnbericht genanntcn VcrofTentlichung bdegt werden 
soil oder die aus einera anderen besonderen Gnmd angegeben ist (wie 
ausgefimrt) 

"O* YeroTTcntiichung. die sich auf one raundliche Oflenbarung, 

one Bcnutamg, cine Ausstellung oder andere Mailnahmen beacfat 

'P* YerAflendichung, die vor dcm mternationalcn AnxncMcdatum, aber nach 
dem beanxpruchten Prioritiisdatum verdflenUicht warden ist 



T Spalerc VcrofTentlichung, die nach dem intemationalen 

oder dem Prioritatsdatum veroflentlicht worden ist und mJt der 
Anmcldung nicht koUidiert, sonde rn nur zumVerctandnis des der 
Erfindung zugrundehegenden Prmnpj oder der ihr zugrundelicgcnden 
Theone angegeben ist 

'X* Vcroflcntlichung von besondcrer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufjouad dieter VerofTenilichung nicht ah neu oder auf 
erfiriderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"V VerdfTcntlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht aJi auf crunderischer Taogkcit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Vcroflendichung nut oner Oder mchrercn anderen 
VerofTentlichungen dieter Kate gone in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann riaheUegena ist 

'A* VcrofTentlichung, die Mitgued dertelben PatentfaraiUc ist 



des Abxchhisses der intemationalen Recherche 

30.0ezember 1996 



Absendedatum des intemationalen Recherchcnbehchts 



Name und Postanschrul der Internationale Recherchenbehorde 
Europiiiches. Patcnumt, P.B. S81S Patcnttaan 2 
NL • 2280 HV Rijswijk 
Td. ( -f 31 .70) 340.2040, Tjc 31 651 cpo nl, 
Fax (-^ 31-70) 340-3016 



Bevoumachrigter Bedicnsteter 

Gysen, L 



PormhtoU PCT/ISA/210 (BUtt 2} (JuH I9t3) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Interna Jcx Aktenzdchoi 

PCT/IB 96/00690 



C^Fortsetnan) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLACEN 



Kategoric* Bczdchnunc dtr Vertftentlichuag, xowot erfordertch uattr Angibe dcr in Bctncht kommcndai Tale 



Bctr. Anspruch Nr. 



P.A 



EP 0 682 321 A (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 

15. November 1995 

in der Anmeldung erwahnt 

siehe das ganze Dokument 

EP 0 646 895 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 
CO) 5. April 1995 

siehe Spalte 5, Zeile 21 - Spalte 6, Zeile 
8; Abbildungen 1-7 

FR 2 659 767 A (NS1 NX SYSTEMES 
INFORMATIQUES) 20. September 1991 
siehe Seite 21. Zeile 14 - Seite 22. Zeile 
30; Abbi Idung 10 

DE 44 03 753 C (ANGEWANDTE DIGITAL 
ELEKTR0NIK) 20. Jul i 1995 
siehe Spalte 2, Zeile 1 - Spalte 3, Zeile 
33; Abbildungen 6-9 



1.7,9-11 



1.11 



1.11 



1.11 



FomibUn PCTV1SA/2I0 (Ponsettuos m BteU 3) (Jul! 1993) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Aitgaben zu VoWenttichuntv* die zur sclbcn Pateatfarattic gehfon 



Ucs Akteazcichtn 

PCT/IB 96/00690 



Im Rechcrcbenbericht 
angeflihrtes Patemdokument 



Datum der 
Veroffcntlichung 



Mitgficd(er) der 
Patentfamilte 



Datum der 
VerafTenUichiing 



EP-A-0671705 



13-09-95 



FR-A- 
JP-A- 



2716281 
8052968 



18-08-95 
27-02-96 



DE-A-4337921 


11-05-95 


KEINE 






EP-A-0595549 


04-05-94 


JP-A- 


6243358 


02-09-94 


EP-A-0682321 


15-11-95 


DE-A- 
JP-A- 


4416697 
8044840 


16-11-95 
16-02-96 


EP-A-0646895 


05-04-95 


JP-A- 


7117385 


09-05-95 


FR-A-2659767 


20-09-91 


KEINE 






DE-C-4403753 


20-07-95 


AU-A- 
W0-A- 
EP-A- 


1574395 
9522121 
0744061 


29-08-95 
17-08-95 
27-11-96 



PomtOMt PCT/lSA.'3lfl (AfO»ng P»untfwvUi«NJuli IM3) 



